（B5YE）顾客特殊要求

	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	
	
	
	

	共用部分2~16；CAM、MI部分第1点
	验收等级、内层导体厚度、过孔工艺、孔径公差、阻焊桥、字符标识、孔电阻、板厚公差及测量位置、翘曲度、孔铜、板边COUPON、序列号、凹蚀、出货报告、过孔阻焊塞孔要求及电测参数
	20230906
	型号印制电路板通用质量技术协议（公开）周波2023-08-29B5YE军品顾客质量要求评审表

	共用部分第15.6）、16~18
	增加COC报告、评审要求、阻焊及表面工艺
	20231011
	印制板外包质量技术协议周波2023-10-09B5YE军品顾客质量要求评审表

	共用部分第15.6）
	取消字符油墨COC报告、阻焊油墨COC报告
	20231013
	崔爱华

	共作部分第4点、13.2）、14；CAM部分第2点；FPC部分;MI部分第2~7
	过孔工艺处理同B5F7;序列号格式；凹蚀宽度；过孔塞孔的检验标准；增加刚挠板的孔铜、结合区的检验要求
	20231111
	型号印制电路板通用质量技术协议（公开）周波2023-08-29B5YE军品顾客质量要求评审表

	共用部分15.6）
	取消提供pp片COC报告
	20250219
	B5YE出货需求提供板材厂家报告陈智聪2025-02-17B5YE、510119军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：
标记

顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期

验收等级

	序号
	产品类型
	验收等级
	备注

	1
	刚性单、双面
	QJ 201
	QJ标准未规定事项应满足GJB362刚性印制板通用规范、GJB9491微波印制板通用规范

	2
	刚性多层
	QJ 831
	

	3
	挠性及刚挠结合
	GJB7548-2012
	/


内层导体厚度

客户无要求，优选35μm，其次18um铜箔

过孔工艺（同B5F7）
①.过孔原始孔径≥0.4mm的按照开大窗制作（如果过孔原始孔径≥0.4mm有设计盖油或开小窗的提出与客户确认修改为开大窗处理）；过孔原始孔径＜0.4mm时：当板内有盘中孔设计则按照树脂塞孔制作，当过孔两面盖油时按照阻焊塞孔制作。阻焊塞孔工艺备注：塞孔深度≥80%。塞孔饱满度≥70%(金相显微剖切图片累计塞孔凹陷深度+裂纹+气泡在板厚方向的长度不大于30%)。绿油塞孔凹陷处不允许有锡珠。

②.表贴焊盘的盘中孔必须采用树脂塞孔。

③.BGA、QFP(四侧引脚扁平封装，扁平焊盘中心距≤1.27mm)等器件下的过孔要求阻焊覆盖并塞孔（塞孔方式选取参考第1条）。如这些器件下的原始过孔≥0.4mm，则提出与客户确认。
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④客户不同意过孔树脂塞孔采用绿油塞孔时请评审，评审点：塞孔深度≥80%，塞孔饱满度≥60%(金相显微剖切图片累计塞孔凹陷深度+裂纹+气泡在板厚方向的长度≤30%)；绿油塞孔凹陷处不允许有锡珠；不接受阻焊塞孔气泡造成的孔壁漏铜；
孔径公差

＜0.5mm的孔径公差±0.1mm，≥0.5mm的孔径公差+0.15～+0mm

阻焊桥

印制板镀金插头插片之间不做绿油桥；

字符标识

刚挠结合板的挠性弯折区域不应字符标志。
孔电阻

	序号
	孔径及厚径比
	要求

	1
	孔径＞0.6且厚径比＜6：1
	功能检查备注：抽取对角线方向（米字型）不少于 10 孔测试

	2
	孔径≤0.6
	AOI后增加孔电子测试【低阻测试】，测试类型：孔电阻测试

	2
	厚径比≥6：1
	AOI后增加孔电子测试【低阻测试】，测试类型：孔电阻测试


板厚公差及测量位置

公差：板厚≥1.0mm时，公差±10%；板厚＜1.0mm时，公差为±0.1mm；

板边连接器（类似金手指）测量位置：从连接器部位的最终镀层表面到反面的最终镀层表面；

无板边连接器测量位置：从电镀铜表面到反面的电镀铜表面，包括表面处理镀层。
翘曲度

刚性板翘曲度≤0.5%；

孔铜

	序号
	产品类型
	孔铜要求

	1
	刚性印制板
	Min25um，AVG28um

	2
	刚挠结合印制板
	Min30um，AVG35um


板边COUPON

客户要求提供JPQP_COUPON，拼板时至少添加3个JPQP_COUPON；

印制板≥8层，最小孔径≤φ0.3mm时，添加互连应力（IST）测试板
序列号

1）JPQP_COUPON附连板印PNL号-PCS号
2）板内印批次号-pnl号-位置号，允许断号。

凹蚀

孔径≥0.4mm孔径要求有正凹蚀，要求5~20um。
报告要求

1）金相报告
2）孔电阻报告
3）特性阻抗测试报告（要求时）
4）AB附连测试板

5）满足要求时还需提供互连应力（IST）测试板

6）板材COC报告

16、评审要求

客户印制板转厂或其他特殊要求，组织工艺总方案、生产准备评审、首件鉴定等质量评审，并邀请客户及相关用户单位参加；
17、阻焊

无特殊要求时，采用绿色油墨；
18、表面工艺
未注明表面处理工艺时，需与EQ与客户确认。

预审部分： 

CAM部分： 

过孔阻焊塞孔时增加曝孔菲林；

当板内有BGA或小于等于0.635mm的 QFP焊盘时拍图，图纸命名为：生产型号.BGA和QFP图纸；
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3.客户不接收藏锡珠，过孔阻焊塞孔时增加曝孔菲林。

FPC部分

软硬结合板：外观检查增加备注：过渡区域点胶前采用≥10倍放大镜目视检查无划伤；100%X-ray检查刚挠结合处是否有断裂，并提供X-RAY照片;

刚挠结合板最小孔铜≥30um，平均≥35um。
点胶前需对过渡区域检验拍照片，点胶流程位置如下图：
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MI部分

1.电子测试参数：测试电压250V，开路判定电阻设定为2Ω，短路判定电阻设定为100MΩ

2.钻孔备注 ： 多层板使用新刀（机械安装孔除外），双面板使用不超过二次研磨钻针。  
3.阻焊塞孔：塞孔深度标准不低于80%。塞孔饱满度≥70%。
4.喷锡备注：油墨塞孔凹陷处不允许有锡珠。

5.阻焊显影、终检外观检查备注：阻焊修补采用同型号油墨，每面修补不大于3处，且每处最长边尺寸不大于3mm。不允许采用套印方法修补；油墨塞孔凹陷处不允许有锡珠。
6.当CAM提供BGA或间距小于等于0.635mm的QFP焊盘时，外观检查备注：应使用≥30倍放大镜检测BGA和间距≤0.635mm的QFP焊盘，客户不接受白斑和裂纹及明显压痕，位置见生产型号.BGA和QFP图纸； 

7.过孔阻焊塞孔时，功能检查备注：塞孔深度标准不低于80%。塞孔饱满度≥70%（金相显微剖切图片累计塞孔凹陷深度和气泡在板厚方向的长度不大于30%）
